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1.1 CHAMP D'APPLICATION

Ce document décrit les conditions préférables, acceptables et de non conformité des circuits imprimés observables soit sur la
surface soit en interne. Ce document présente les interprétations visuelles des exigences minimum exprimées dans les diverses
spécifications relatives aux circuits imprimés, par ex. : séries des IPC-6010, J-STD-003, etc.

1.2 BUT

Les illustrations de ce document décrivent les critères propres aux exigences des spécifications des IPC courantes. Afin que
le contenu de ce document puisse être correctement appliqué et utilisé, les circuits imprimés devront respecter les exigences
d’implantation des IPC-2220 concernées et les exigences de fonctionnement des IPC-6010 concernées. Dans le cas où un circuit
imprimé ne satisferait pas à ces exigences ou à leur équivalent, les critères d’acceptabilité devront être agréés entre le fournisseur
et l’utilisateur (AABUS = Selon Accord Client Fournisseur)

1.3 APPROCHE DE CE DOCUMENT

Les caractéristiques sont divisées en deux groupes :

• Observables sur la surface (section 2)

• Observables en interne (section 3)

Les « caractéristiques observables sur la surface » sont les caractéristiques ou les imperfections qui peuvent être vues
et évaluées sur ou depuis la surface extérieure du circuit. Dans certains cas, comme les manques (voids) ou les cloques, le
phénomène en cause est interne et détectable depuis l’extérieur.

Les « caractéristiques observables internes » sont les caractéristiques ou les imperfections qui exigent une observation de
l’échantillon par coupe métallographique ou sous d’autres formes pour la détection et l’évaluation du phénomène. Dans certains
cas, les caractéristiques peuvent être visibles de l’extérieur et une coupe métallographique peut être indispensable pour vérifier
les critères d’acceptabilité

Les échantillons doivent être suffisamment éclairés durant l’évaluation pour permettre un examen efficace. Aucune ombre ne doit
obscurcir la zone à examiner sauf les ombres causées par l’échantillon lui-même. Il est recommandé d’utiliser une lumière polarisée
et/ou sur fond noir afin d’éviter tout éblouissement pendant l’examen de matériaux très réfléchissants.

Les illustrations dans ce document décrivent les critères spécifiques en relation avec les titres et les sous-titres de chaque page
incluant de brèves descriptions des conditions d’acceptabilité et de non conformité selon chaque classe de produit. (Voir 1.4.)
Les critères visuels de qualité acceptable sont destinés à fournir les outils appropriés pour évaluer les anomalies visuelles. Dans
chaque cas, les illustrations et les photos sont en rapport avec les exigences spécifiques. Les caractéristiques traitées sont celles
qui peuvent être évaluées et/ou mesurées par observation visuelle.

En conjonction avec les exigences appropriées de l’utilisateur, ce document doit fournir les critères visuels nécessaires au personnel
d’assurance qualité et de fabrication.

Ce document ne peut pas traiter tous les problèmes de fiabilité rencontrés dans l’industrie du circuit imprimé ; par conséquent, les
éléments non traités dans ce manuel doivent être agréés entre le fournisseur et l’utilisateur (AABUS). La valeur de ce document
repose sur son utilisation comme document de base qui peut être modifié par des ajouts, des exceptions et des modifications
appropriés pour des applications spécifiques.

Quand de telles décisions sont prises (acceptation et/ou rejet), le souci de la prévalence de ce document doit être préservé.

Ce document est un outil pour observer comment un produit peut dévier du fait des variations de procédé. (Se référer à l’IPC-9191).

L’IPC-A-600 fournit un outil complet pour la compréhension et l’interprétation des résultats donnés par des techniques d’inspection
automatique (AIT). Ces techniques peuvent être utilisées pour l’évaluation de la plupart des caractéristiques dimensionnelles
illustrées dans ce document.

La norme IPC-9121 est un guide de dépannage utile pour les problèmes, les causes et les éventuelles actions correctives liés aux
processus de fabrication des circuits imprimés.

1.4 CLASSIFICATION

Cette norme suppose que les produits électriques et électroniques sont sujets à des classifications selon l’utilisation du produit
fini. Trois classes générales de produits finis ont été établies afin de refléter les différences dans la productibilité, la complexité,
les exigences de performance fonctionnelle et la fréquence des opérations de contrôle/test. Il devrait être reconnu que des
produits puissent être à cheval sur plusieurs classes.

1 INTRODUCTION

Introduction
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